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Secondo un’indagine di iSuppli, la
richiesta mondiale di semicondut-
tori passerà dai 255 miliardi di dol-

lari del 2006 a 350 miliardi di dollari nel
2010, con un tasso medio di crescita
annuo del 7%. La maggiore quota di mer-
cato, di circa due terzi, è quella dei SoC
(System on Chip), che troveremo in una
molteplicità di prodotti e progetti ad
ampio spettro. Al contrario degli integra-
ti di memoria, il numero di SoC per pro-
dotto e progetto è relativamente piccolo
ed i tempi di test sono normalmente
molto brevi. Per questo motivo, la strate-
gia di test utilizzata per i dispositivi di
memoria, che cerca di massimizzare il
numero di dispositivi testati in parallelo,
non può essere applicata semplicemente
ai SoC. È  per questo che stanno entran-
do sul mercato handler per il collaudo
parallelo di moduli di memoria, per 512 o
più dispositivi, e si può prevedere che
questa capacità raggiungerà presto
quota 1000. Il collaudo parallelo di 16

dispositivi SoC, d’altra parte, sembra
piuttosto modesto. Per ragioni di effi-
cienza, questo è tuttavia il livello di tec-
nologia disponibile attualmente. E
Advantest è l’unico produttore di ATE
che offre una cella di test a singola sor-
gente, perfettamente armonizzata, per il
test simultaneo di 16 dispositivi SoC. La
cella di test incorpora il tester T2000 con
un mainframe LS (Light Star), l’handler
M4841 e la relativa device interface (DI).

Test parallelo
Il motivo principale che porta al collaudo
parallelo con capacità sempre più eleva-
te è la necessità di tagliare i costi di pro-
duzione, e quindi i costi di collaudo degli
integrati. Come minimo, la diminuzione
annuale media dei prezzi dei SoC (il 10%
circa) deve essere compensata da misu-
re di taglio dei costi. Da questo punto di
vista, il costo del collaudo (CoT) e il
costo di possesso (CoO), più elevato,
giocano un ruolo decisivo. È ben noto

che è l’anello più debole di una catena a
determinare l’efficienza dell’intero siste-
ma. Quindi, il tester migliore è di scarsa
utilità se è connesso ad un handler ina-
datto o se l’interfaccia dispositivo fra il
tester e l’handler non è perfettamente
allineata con entrambi i componenti.
Poiché Advantest produce anche device
handler e la corrispondente device inter-
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La soluzione Advantest è stata espressamente concepita
per il collaudo di dispositivi SoC ad elevato parallelismo
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Una nuova cella di test per SoC

Fig. 1 - Il T2000 con
Mainframe LS e testa
di collaudo a 26 slot
per oltre 2000 canali

Fig. 2 - Il 16ch BBWGD, un modulo a
segnali misti a 16 canali con elevato
rapporto prezzo/prestazioni
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face (DI), è possibile armoniz-
zare perfettamente i compo-
nenti nella fase di sviluppo dei
nuovi sistemi. Uno dei metodi
utilizzati da Advantest per
valutare l’efficienza di una
cella di test è un semplice
modello di CoO sviluppato
internamente per calcolare i
costi di collaudo di ciascun
dispositivo nel ciclo di vita
della cella di test.

Concezione modulare
L’architettura flessibile e scalabile del
T2000, basata sullo standard Openstar
dell’STC (Semiconductor Test Consor -
tium), permette di riconfigurare in
modo relativamente semplice il tester,
ampliando la sua convenienza economi-
ca molto oltre i 5 anni normalmente pre-
visti per gli ATE convenzionali. Una
caratteristica particolarmente rilevante
del sistema è la sua estrema affidabilità,
dimostrata da un Mtbf maggiore di 6000
ore. La concezione modulare della piat-
taforma T2000 significa che l’operatore
è in grado di ricorrere ai vari compo-
nenti che idealmente soddisfano i rispet-
tivi requisiti di test. 
La diversificazione modulare viene con-
tinuamente ampliata, tenendo conto
nello stesso tempo della compatibilità
hard ware e software.
Attualmente sono disponibili le seguen-
ti opzioni:
- 3 tipi di mainframe: SP (Star Pro), MS
(Micro Star) e LS (Light Star)
- 2 varianti di testa di collaudo, con 52 o
26 slot
- Moduli tester: digitali: 100 – 800 Mbps
(megabit al secondo), con un massimo
di 128 canali; 6,5 Gbps (gigabit al secon-
do), con 8 input ed output differenziali;

2,0 Gbps con un numero di canali incre-
mentato fino a 6,5 Gbps;
- a segnali misti: modulo con 16 canali in
banda base con capacità audio estese;
- RF: elevata integrazione, progettato
per il test parallelo;
- UWB (Ultra Wide Band): integrati spe-
cificamente progettati per l’UWB;
- Alimentazione: 3 tipi con un massimo
di 32 canali da 500 mA nominali;
- Sorgente VI: 32 canali.
Un confronto fra le caratteristiche prin-
cipali del nuovo modulo digitale

800MDM con l’attuale modulo
DM250 (Tab. 1) indica che i
costi per canale sono stati pra-
ticamente dimezzati, pur man-
tenendo quasi gli stessi livelli
di prestazioni. 

T2000 
con mainframe LS
Il T2000 con mainframe LS
(Fig. 1) è particolarmente
adatto per prodotti sensibili ai
costi come integrati consumer,
mi cro controllori a 8/16 bit o
di spositivi per sistemi di tele-
comunicazioni cablate. Insie -
me ai moduli digitali ad alta
integrazione 500/800MDM,
con uno speciale design che
incorpora 128 canali per sche-

da, è già possibile realizzare oltre 2000
canali tester nella testa di collaudo più
piccola a 26 slot. Ciò non era possibile
con i precedenti moduli digitali a 32
canali, nemmeno in combinazione con
la testa di collaudo da 52 slot. Questo
significa che, in base al numero di cana-
li sull’oggetto da testare, il mainframe
LS e la nuova elettronica dei pin per-
mettono il collaudo parallelo di 64 o più
integrati, con una riduzione dei costi di
test superiore al 50%. I nuovi moduli
digitali sono anche in grado di provare

Fig. 3 - Il device handler
per SoC M4841, utilizzabi-
le a temperature fra -40°C
e 125°C per il collaudo
parallelo di 16 dispositivi
con un throughput massi-
mo di 18.500 dispositi-
vi/ora 

Fig. 4 - La testa pick &
place 16-fold nell’hand-
ler M4841
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dispositivi SoC complessi con memo-
ria integrata e sono dotati di funzioni
DFT (Design for Test) con capacità di
test Scan.
Oltre ai moduli digitali già menzionati,
Advantest offre anche il modulo a
segnali misti, 16 canali 16ch Bbwgd,
una scheda con un eccellente rapporto
presso/prestazioni, un’elevata densità
di integrazione ed un’elevata precisione. 

Il test handler dinamico 
per SoC M4841
L’handler pick and place M4841 (Fig. 3) è
in grado di contattare simultaneamente
fino a 16 dispositivi, raggiungendo quindi
un throughput massimo di 18.500 disposi-
tivi all’ora. Un throughput significativa-
mente più elevato rispetto ai preceden-
ti handler 8-fold può essere raggiunto

(Fig. 5) utilizzando la testa (Fig. 4), anche
quando si gestiscono solo 8 dispositivi per
tempi di test inferiori a 4,3 secondi. Infine,
grazie al suo basso tasso di suscettibilità
minore di 1/10.000 dispositivi, l’M4841
risulta estremamente efficiente, risultando
particolarmente adatto per la produzione
in volumi elevati. Poiché il campo di tem-
peratura dell’handler è compreso fra -40°C
e +125°C, è possibile utilizzarlo anche per
prodotti per il settore automotive. Il nuovo
design dell’handler minimizza l’impatto
degli effetti di riscaldamento e raffredda-
mento, permettendo all’M4841 di sostene-
re un throughput costantemente elevato
anche con impostazioni di temperatura
estreme. Grazie alla concezione dell’hand-
ler, l’operatore può scegliere la configura-
zione migliore per il collaudo parallelo, il
range di temperatura ed il throughput,
cosa che contribuisce a sua volta all’otti-
mizzazione dei costi della cella di test.

Fig. 5 - Curve di throughput per il
device handler per SoC M4841
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TABELLA 1 - CONFRONTO FRA LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL NUOVO
MODULO DIGITALE 800MDM CON L’ATTUALE MODULO DM250

Caratteristica principale DM250 800MDM

Frequenza (MHz) 250 200
Velocità dati (Mbps) 667 800
Campo driver / comparatore da -2 a 6 V
PMU per pin
Memory pattern (mega word) 128MW

SCP/ALPG/DMEM
Raffreddamento A liquido
Fattore di prezzo 1 2,2
Numero di canali per modulo 32 128
Fattore di costo per canale 1 0,55

➔

➔

➔

➔

TABELLA 2 - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’HANDLER M4841

Package BGA, CSP, QFP, ecc.
Funzionamento in parallelo max. x16
Throughput 18.500 dispositivi/ora
Range di temperatura Da -40°C a +125°C
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Interfacciamento 
dispositivi per il test di
dispositivi SoC 
ad elevato parallelismo
L’interfacciamento del dispositivo
permette di collegare elettricamen-
te il tester al dispositivo.
Una parte dell’interfaccia è la sche-
da DUT, su cui sono montati gli zoc-
coli per i dispositivi. Il layout della
scheda DUT deve essere in grado
di soddisfare la domanda di collau-
do parallelo ad alta capacità. 
Per esempio, per il nuovo mainfra-
me LS è stata sviluppata una scheda
DUT quadrata (Fig. 6), invece delle
schede rotonde utilizzate in prece-
denza. Essa offre un’area maggiore

per le posizioni degli zoccoli ed i
connettori. 
Questo design permette di montare
fino a 16 zoccoli, anche per i packa-
ge relativamente grossi, e di dispor-
re ordinatamente i connettori per
oltre 2000 canali del tester. 

Collaudo conveniente 
di dispositivi SoC
Con la cella di test avanzata, com-
prendente il Mainframe LS T2000,
il test handler M4841 e la corri-
spondente interfaccia dispositivo,
Advantest presenta una soluzione
economica per il test altamente
parallelo di dispositivi SoC. La fles-
sibilità ed affidabilità dei singoli
componenti formano la base per
un concetto globale ottimale, pro-
posto da Advantest come soluzione
‘all-in-one’. ✍
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Fig. 6 - Scheda DUT quadrata per
un massimo di 16 zoccoli disposi-
tivo e oltre 2000 canali tester
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